F'LM

= LIZLETAG

Simcenter
FLOEFD
ujdonsagal
2022.1

Solid Edge 2023

Create. Connect. Collaborate

SIEMENS




O SIEMENS

ENTERPRISE

Simcenter FLOEFD 2022.1 f 6bb Ujdonsagai a TV lngenuity for Life

CFD
Elektronikai eszkdzok hiitése és hémérséklet szabalyzasa
SmartPCB fejlesztései
BCI-ROM fejlesztései

Elektromagnesesség
Fesziltség és aramerdség funkcid célként

Szerkezeti
Kilpontos tdmeg

2. oldal



O SIEMENS

EEEEEEEEEE

LT Iug;e,huf\(y -for Lc‘fe.

Elektronikal eszk6zok h Utése
eés homeérséklet szabalyzasa

3. oldal



O SIEMENS
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szabalyzéasa - Attekintés

Meglév 6 funkciok (2022.1 el 6tti)

e-hajtaslanc h észabalyzas  Akkumulator vizsgalat Joule h 6 Hbes6 és hiitéborda Bio-h 6 analizis Toltés
e-Powertrain Thermal Battery Design Joule Heating Heat Pipe and Heat Sink Bioheat Analysis Charging
Management

ECU és szamitogép tervezés Tok szimulacio NYAK elektromos, h 6tani és BCI-ROM és H6haldzati Tokkészit 6 Kalibracio
ECU and Computer Package Analysis szerkezeti szimulacio kotéslista Package Creator Calibration
Design PCB Electrical-Thermal- BCI-ROM and
Structural Design Thermal Netlist
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Zavarral korrigalt sugarzasi modell

ENTERPRISE
GRDUP

SIEMENS
lnﬂ‘ehui\‘y-for&‘fe

Az 0 sugarzasi modell segitségével a bejové napsugarzas intenzitasat a légkér homalyossaga
befolyasolja. A homalyossagot a Turbidity factorral, azaz a zavartsagi tényezével szabalyozhatjuk. A
zavarossagi tényezé lehetbve teszi a légkdr optikai vastagsaganak leirasat, mind a légkorben levé vizgdz
és szennyez0 részecskék szempontjabol. Alap beallitds szerint a Turbidity factor 3,5, mely a kek egnek
felel meg, mig egy szennyezett varosi legkor zavartsagi tenyezdje 6-7 kozott.
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Transient Explorer: Egyeni paraméterek (Custom ..='.. corenemee JIEMENS
[

croup lngenuity for Uife
parameters) gy

Mostantol az egyéni paraméterek megjelenitheték a Transient Explorerben.
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SmartPCB fejlesztesel
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L . ENTERPRISE SI EM ENS
SmartPCB - Attekintés DEE. o lngenuity for life

Meglév 6 funkciok (2022.1 el 6tti)

A SmartPCB egy meglévé technolégia FLOEFD-n belil, mellyel nyomtatott aramkdrdok szimulacidjat lehet
elvégezni. A funkcio egyediilallé médon a NYAK tervezé szoftverbdl szarmazo EDA fajllal és a benne 1évé
adatokkal vegzi el a szimulaciot a tényleges CAD geometria elkészitése neélkil. Az igy vizsgalt geometria
egyszerlbb, gyorsabban létrehozhato és gyorsabb futasu szimulalhatot eredményez, mint ha szilard testté
lenne konvertalva és azzal kellene a szimulaciot elékesziteni és lefuttatni. Az egyszer(sités csupan a pre-
processing folyamataban észrevehetd, a hattérben egy részletes modellel szamol a FLOEFD, igy a
kiértékelés soran is a reszletes modell eredményeit vizsgalhatjuk meg.
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SmartPCB: via feltélt & anyag BEE. o lngenuity for life

Via téltbanyagok (via filler material) csoportokba rendezhet6k. A csoportokon belil beallithatéak a viak
atmérgéje és tipusa (atmené - through all, vak - blind, rejtett - buried). Ezen kivil, egy téglalap alaka
kijelolbnégyzet segitségevel egy kivalaszthatunk a csoporton beltl egy alcsoportot, ahol klon téltbanyagot
definidlhatunk. Ezen kivil letilthatéak a csoporton beliili viak lefedése (Plated).

Viacsoport kijeldlése a jeldlénégyzettel
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Uj SmartPCB tutorial
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Uj SmartPCB tutorial, ami tartalmazza az EDA fajlok importalasat az EDA hiddal, elektro-termikus kapcsolt

szimulaciot HyperLynx-szel és kapcsolt termomechanikai szimulacioét. A tutorial az E3 - EDA Import -
Smart PCB néven érhetf el.

5
4
p’ﬂ/ I Compare M | kg | +5
i e = [+ Definition | |l Top view - board component | {» Surface Plot 2 R, Goal Plot 1 |
/ i WA |0 Images = | & Original + | B =
ssg. ’:_-__’_,’ ; Single Board Computer - Structural Single Board Computer - Structural only
p’/ Er [BeagleBone] [BeagleBonel
f"/ > S [} i:
. ‘
Twi-Resistar Component {input) . “
Type |U5
P losw
Tw-Reststor Component (Oulpu)
Temparature (Solid) (Junchon) | S5.62 "0

Temparatuee (Solig) (Boandy (4919 °0
Tomporstuee (Solid) (Cage)  |5493°C
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BCI-ROM fejlesztesel
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Meglév 6 funkciok (2022.1 el 6tti)

A BCI-ROM a FLOEFD 2020.1-es verzioban jelent meg, mely egy olyan technoldgia, amivel hétani
szimulaciok kiexportalhatok csdkkentett fokszamu modellként. A BCI-ROM-mal digitalis ikreket készithetlink
termékeinkrdl és valds idében (vagy akar annal gyorsabban is) megoldhaték a FLOEFD BCI-ROM
megoldojaval, GNU Octave-val vagy Matlab-bal.

Discretized Computational Model: System of  n ODEs

Reduced System of ' r ODEs

r <<<n

=

;,
) '

AN

v ¢
b i

8(r) Ny 8(r) Ny

/BCI-ROM v P> M [BCI-ROM =]
Reduced Order Model Parameters N |Parameter
— |Status
€ | 0.001 EI Project
. | 1 W/m*2/K il Export directory
A | 100000 W/m*~2/K il
ROM Export
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Solution: Temperature vs Time

BCI-ROM technoldgia segitségével linearis hévezetési
problémékat a héforrasok  szamatol  fuggetlendl
ugyanolyan pontossaggal oldhatok meg, mint a 3D-s

hévezetési problémak, akar 40 000-szer gyorsabban!



ENTERPRISE SIEMENS
BCI-ROM fejlesztései W --ou- lngemuity for Life

- BCI-ROM: Novelt pontossag. Javult a pontossag azokban az esetekben, amikor nagy kildnbség van a
kezdeti és a kornyezeti hémeérséklete kdzott, illetve akkor amikor nagy a héatadasi egyitthatd. A BCI-
ROM-ok exportalasanak stabilitdsa nét alacsonyabb tlréshatarok eseten.

- BCI-ROM: Exportalas tbbbféele formatumba.  Egyidejlleg tébb formatumba exportalhatjuk a BCI-ROM-
okat.
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ENTERPRISE SIEMENS
EMAG szimulacio attekintése g o oeReur Ingeunuity for Life

Meglév 6 funkciok (2022.1 el 6tti)
Elektromagneses szimulacié f 6bb funkcioi:
« AC
Harmonikus megoldé
Tranziens megoldo
FellUleti impedancia
Permanens magneses
Vasveszteség
Demagnetizacio
Lineéris és nemlinearis elektromagneses anyagok
« J, B, ohmos és vasveszteség megjelenitése
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ENTERPRISE

EMAG: Tekercs fesziiltség és aramer 06ség értéke. Az Electrical Source, azaz az
elektromos forrasok peremfeltételt hasznalva Funkci6 célként (Feature Goal)
definialhatjuk az arameréség (AC Voltage — valtdbaramu feszlilteg forras esetén) es
a feszlltség ertekét (AC Current — valtoaramua aramerdség forras esetén).

EMAG: Novelt teljesitmény. Alapbeallitds szerint elsérend polinommal oldja
meg a szamolasi tartomanyt a FLOEFD, igy az EMAG szimulacié jelentésebben
gyorsabban fut le. Amennyiben a masodfoku elemekkel szeretnénk megoldani a
szimulaciot, azt a lokalis halosdritésnél (local mesh settings) beallithatjuk.

16. oldal
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& Electrical Source O ? X
v Type

DC Current

DC Voltage

AC Current

AC Voltage

AC Terminal End

» Selection

» Value

» Stranded Coil ]

» Resistance and Inductance

¥ Goals

Parameter

Voltage (Real)

Voltage (Imaginary)

Set as Default
» Name Template
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Szerkezeti szimulacio attekintés g o oeReur Ingeunuity for Life

Meglév 6 funkciok (2022.1 el 6tti)

F6bb funkcidi:

« Automatizalt téglatest (hexa) haléz6

Automatizalt NYAK modell készités EDA adatok alapjan

¢ Linearis megoldo

« Linearis kihajlasi vizsgalat

+ Sajatfrekvencia vizsgalat

* Linearis elasztikus izotrop és ortotrop anyagtulajdonsagok p

* Nyomas és hémeérséklet atvétele terhelésként a CFD
modulbol

- Ragasztott és érintkezés kontakt

 Projekt exportaldsa Simcenter 3D-be (VEM geometria és
peremfeltételek)

» Multifizikai feladatok

18. oldal
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Kilpontos tdmeg W --ou- lngemuity for Life

- Uj terheléstipus a FLOEFD szerkezeti szimulacios részében, a kiilpontos terhelés.

« Ezzel a terheléssel felgyorsithatd a szimulacio, mivel a terhel testet nem kell a szimulaciéban behal6zni
és szamolni vele. A peremfeltételhez a terhelt fellleteket, a killpontos tdmeggel egyszerisitett test

IZ4 Ve

tomegkozeéppontjat és a leegyszerisitett test tomegét kell megadnunk.

{3} Remote Mass 1 O 7?7 X
¥ Selection
+" Select Face (1) [1)

Facel@Rigid Shirm-1

}l’.x |Face Coordinate System
z

X | -0.193747258 m

0.00101
0.00088
0.00078
0.00087
0.00056
000048
0.00034

H
v [o3157am2sem [Z]
H

z [om
0.00022
000011
v Parameters 0
Displacemen it [mm]
m
z . Kilpontos .
94.5 kg s
m | H Paraméter t5meggel Valos testtel Témeggel
- Reakciders [N 954,672 954,669 egyszerUsitett test
N
Reakciényomaték [N*m] 354,706 355,347
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0. SIEMENS

Simcenter FLOEFD szorosan integralt egyeb BB, DT Igeaiby for ife

Siemens eszk6zokhoz

Meglév 6 funkciok (2022.1 el 6tti)

| Teamcenter

' Siemens NX/SE

NYAK tervezés
Xpedition

“ Halado6 tervezési optimalizacio
Simcenter HEEDS
“ EMAG szimulacié | 3
Simcenter MAGNET .
[ —
“ Szerkezeti szimulacio .
simcenter 3D/NX NASTRAN (8

.L .

‘ High-end CFD szimulacié
Simcenter STAR-CCM+

Hétani elektromos
Xpedition-AMS, SVC

*:@’” NYAK szimulci6
E ﬂj HyperLynx

§ el Mérés
R .| Simcenter T3STER/TERALED

Simcenter

-
-
- FLOEFD
-

1D rendszer szimulacié

Simcenter Flomaster/Simcenter Amesim
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Tamogatott Windows, MS
Office és CAD verziok
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Tamogatott operacios rendszerek és MS Office — ENTERPRISE SIEMENS

verziok . ingenely for e
Kezelbfelllet és megoldo futtatdsahoz tamogatott Tamogatott MS Office verzidk
operacios rendszer: Microsoft Office 365,
Microsoft Windows 10 Pro vagy Enterprise 64-bit Microsoft Office 2019,
(tesztelve a 1909-es verzion) Microsoft Office 2016,
Csak megoldo futtatasahoz tamogatott operacios Microsoft Office 2013
rendszerek

Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016,
Microsoft Windows Server 2019,

Microsoft Windows Server 2016 with HPC Pack
2016, Microsoft Windows Server 2019 with HPC
Pack 2019,

RHEL 7.3, RHEL 7.6, RHEL 7.9, RHEL 8.4,
SUSE SLES 11 SP4, SUSE SLES 12 SP5

23. oldal
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Tamogatott CAD, TC és HyperLynx verziok LT lngenuity for life

Siemens NX

Siemens NX 10.0.0.24, 10.0.2.6, 10.0.3.5

Siemens NX 11.0.0.33, 11.0.1.11, 11.0.2.7

Siemens NX 12.0.0.27, 12.0.2.9

Siemens NX 1847 sorozat (tesztelt verziok: 1855, 1867)

Siemens NX 1872 sorozat (tesztelt verziok: 1872, 1876, 1880, 1884, 1888, 1892)
Siemens NX 1899 sorozat (tesztelt verziok: 1899, 1903, 1907, 1911, 1915, 1919).
Siemens NX 1926 sorozat (tesztelt verziok: 1934)

Siemens NX 1953 sorozat (tesztelt verziok: 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973)
Siemens NX 1980 sorozat (tesztelt verziok: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000)
Siemens NX 2007 sorozat (tesztelt verziok: 2007, 2008)

Solid Edge

Solid Edge 2019

Solid Edge 2020

Solid Edge 2021

Solid Edge 2022

Teamcenter (tesztelt verzio: 13.2) (Siemens NX esetén)

HyperLynxSI Pl Thermal v2.8.1 és Ujabb verzidk

24. oldal
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. ENTERPRISE SIEMENS
Simcenter ELOEFD 2205 f 8bb Gjdonsagai BET e ol legenity for b

Xcelerator Share
MBO (Mesh Boolean Technology) technoldgia
Konvergens geometria hasznalata NX-ben

CAD Own MBO
Boolean Boolean
° EDA Brldge fej|eSZtéSGI Preprocessing 84 % 17 % 3%
. . , £ J Meshing 16 % 9% 3%
. Lgyer_gd (Detailed) Thermal Territory — Rétegenkénti — won e on Total mesher time: 5 min
héterulet
* Via bevonatolas (Via Plating) iranya, teljesitmény és
pontossag Memory Peak, Gb | cpr size,
Mesher Solver Gb
::]’m:"” i :_":::(M = T 22.1 51.5 515 4169 980
* Smart PCB — 7 \}“"""“”““” 2205 1.6 14.0 53327

Homogenizacio teljesitménye nagymeértékben javult

Multiphysics

« Szerkezeti: Nem behatolé (Non-penetrating) kontakt
* Fejlesztett postprocesszalas EMAG modulban

« Folyadékrétegek (fluid film): Fejlesztett megjelenitése
« 1D fejlesztései
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Uj egységes szoftver szamozas a Siemens EnTERPRISE S , . S ‘
GROUP ug,%un‘y-for&fe.

portfélioban

A Siemens DIS (), egységes szoftver szamozast vezetett be az idei év kbzepe felé, igy mostantdl a
Simcenter FLOEFD is ez a szamozast koveti.

A SC FLOEFD mostani verzigjanak a szama 2205, mely els6 két szama a kiadas évének utolso két

karakterét roviditi €s az utolso két szam a kiadas honapja, azaz a 2205 a 2022 majusi kiadasi datumot
jelenti.
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Teljesitmény
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MBO (Mesh Boolean Technology) technolégia .  SIEMENS
Komplex geometriak kezelése forradalmi hal6z6 BEE oo lngewuity for life
technologiaval

Az 0j ,Mesh Boolean” technoldgia segitségével komplex és hibas geometriakat gyorsabban és
egyszerlbben lehet kezelni mint az eddigi hagyomanyos technolégiaval. Amikor a hibas vagy rossz
geometria (hibas topologia hianyzo elemmel, 6n 6nmetsz6 fellletek...) miatt CAD-en belili Boole
maveletek nem valdsithatéak meg, akkor mostantol a Mesh Boolean opcid is hasznalhaté. A haloval
vegzett boole miveletek soran a hal6zé behaldzza a testeket kulon-kiloén és majd az igy Iétrehozott
halokkal végzi el a boole miveleteket a CAD-es helyett. E funkcio segitségével a hibas geometriaju
modellek 5-15-sz6r gyorsabban és egyszeribben halézhatok a geometria kijavitasa nelkdil.

» NX-en belil ez az 0j hal6z6 eljaras a konvergens modellekkel is hasznalhato.

A
AT
ot g e el
AT AT ""'

75275

Teljes hélozéasi id 6: 5 perc
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Mesh Boolean m UGveletek EnTERPRISE ety for Ufe

Kezelbfelileti valtozasok és diagnosztika

A CAD alapu boole (CAD Boolean) miveletek a CAD szoftverre épulé boole megoldo, a ,Preprocessor
Boolean” eljaras a SC FLOEFD sajat boole megolddja (el6zb verziokban ez az ,Improved Geometry
Handling” opcionak felelt meg).

A halo alapu boole technologia (MBO) a CAD Boolean diagnosztikai eszkdzével egyltt hasznalhato, igy
inform&ciokat nyerhetlnk ki az aramlasi térfogatbal.

Amennyiben a CAD alapu boole megoldo hibara fut és nem tudja létrehozni az aramlasi térfogatot, abban
az esetben a MBO képes lehet ra. Ez esetben a Solver Monitorban plusz diagnosztikai informaciok
olvashatoak.

A SC FLOEFD beallitasai kozott alapértelmezett boole megoldénak a CAD Boolean-t, a Preprocessor
Boolean-t és a Mesh Boolean-t is kivalaszthatjuk, illetve itt ki tudjuk kapcsolni a CAD Boolean diagnosztikai
eszkozt.

30. oldal
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Boole m Uveletek 0sszehasonlitasa W@, ENTeReRise S , . Su
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Teljesitményndvekedés

« Két komplex elektronikai eszk6z hal6zasaval a CAD alapu boole (CAD Boolean) funkciot alapul véve a
Preprocessor Boolean eljaras és az MBO 0sszehasonlitasa lathatd a kovetkez6 tablazatban.

éAD Boolean Preprocessor Boolean
Preprocessing 88 % 12 % 5%
Meshing 12 % 6 % 8 %
Total 100 % 18 % 13 %
Eset 2 CAD Boolean Preprocessor Boolean MBO
Preprocessing 84 % 17 % 3%
Meshing 16 % 9 % 3%
Total 100 % 26 % 6 %
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Elektronikai eszkdzok h  Utése es
homerséklet szabalyzasa
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EDA Bridge fejlesztései ______ SIEMENS
Layered (Detailed) Thermal Territory — Rétegenkénti g | oemovr lngenuity for life
héterllet

» A héterulet (Thermal Territory) az egyes komponensek kérnyezetében megjelenithet6 a Rétegenkénti
(Layered, el6z6 verzidkban Detailed) mddban, ugy ahogy eddig is megjelenithetd volt az Explicit médban. A
Rétegenkénti médban minden egyes réteg tartalmaz egy effektiv hévezetési tenyez6t. Egymast fed6
hétertletek konnyedén letrehozhatoak, igy jobban szemléltethetd, hogy mely régiokra kell nagyobb
hangsulyt fektetni.
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EDA Bridge fejlesztései
Via és illesztészeg felt6ltdé anyag (Via Filler és Pin .
Filler) definicio Explicit és Layered modban

ENTERPRISE
GRDUP

» A viak és illeszt6szegek anyagat bedllithatjuk Explicit és Layered médban. Jelenleg ehhet legfeljebb 4
kildnbdz6 anyagot hasznalhatunk.

« Smart PCB moddban a felt6lté anyagok csoportosithatoak és az anyagok szama nem korlatozott.

I# Pinjvia Filler Editor ?
& Preferences ? X
g Via Groups Pin Groups ilic 1 Material
! Modeling Defautts Name Non-Conductive
Name 5;?:;1“’%‘ Count D'(a:n%er Plated  Filled Filler Material Fiterng Defaults || covoie o Conductvity 6 SR
VIA0.35DR0.125_noSM 1-2 2869 0.12499 i v c [P = AL
: e 00 E . SER Reisiittnis Specific Heat 880 Jkg K) -
VIAQ3DR0.125_noSM 1-2 5696 0.12499 v v Copper Geometry Contols || e Rty Type T
VIAD.35DR0.125_noSM 7-8 13529 0.12499 v v Copper View Options »
~Filler 2 Material
VIAQ.9DR0.5 1-8 845 05 & v Non-Conductive . Material Defaults || name Conductive [ ]
| Filler Property Definition | oo opic Thermal Conductivity 78 W/mK) -
Density 2200 ka/m*3 v
!ZV Pin/Via Filler Editor 7 e Speific Heat 880 kg K) &3
Electrical Resistivity Type Dielectric LA
Via Groups Pin Groups ‘ ~Filler 3 Material
X Name Air ]
Name Count D';:’;;er Plated  Filled Filler Material Isotropic Thermal Conductivity 0026 WimK v
Density 1225 | kg/m?3 v
R3.0DR2.075dk+_-0.05 125 2075 v v | [ solder v S eciiTient — T
R10.0DR5dk+_-0.1_Int-R10.0 14 4.99999 v o . Solder ha Electrical Resistivity Type Dielectric v
R1.85DR1.04dk=_-0.05_Int-R1.85 52 1.04 o v | Il solder v e A
R2.6DR1.6dk+_-0.075 12 1599994 v v | [l solder v Name Solder | |
R26DR1.6k+ -0.075 MS-R3.5_ MS: 36 1599994 v v | I soider v BetmpicThErmal Condue ity it Witml,
N Density 7400 kg/m*3 ¥
Specific Heat 306 Jftkg K) &
Electrical Resistivity Type Conductor v
Electrical Resistivity 104 microOhm cm  ~
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EDA Bridge fejlesztései
Forrasztasgatlé maszk (Solder mask)

- Ebben a verzibban megjelent a forraszté6 maszk a forraszanyaghoz, kilon definialhato a forrasztéanyag
aljahoz (solder mask bottom, smb) és tetejéhez (solder mask top, smt),illetve beallithaté a maszk
vastagsaga is. Smart PCB esetén kilon testek jonnek létre a forraszté maszkhoz, illetve a Model Summary-

ben megjelenithetd a forrasztasgatlé maszk tulajdonséagai.
 Alapbeadllitas szerint a forrasztasgatlé maszk opcié ki van kapcsolva.

&4 Preferences ? X B4 Preferences 7 X
Component Outline Laye Placement Modeling Defaults aterial Typical Piastic Package v
Component Height 2 mm % Filtering Defaults |
Layer: Copper = ‘
Signal Thickness 001715 mm v Warning Controls = =
Ao 20 e Polyamide 7 B8 Model Summary ? X
Geometry Controls Number of Layers |4 ]
View Options . .
Power Thickness 003429 mm v Non-Conductive - Assembly Name resistors_CES_ADR_constraints_2
Material Defaults - s
% Cover 900 | Pin Filler Material M soider v
Filler Property Definition Number of Layers |2 L " SoIderMask Data e e —
——
Dielect tric Thickness 0.2032 mm by
5 Cover 10 Board Model Level Smart PCB ¥
L iy WARNING: No power defined
Empirical b .
— . Number of unfiltered components: 2
g mm
Minimum Plated Hole Diameter 02 mm v Status of Mode!ing |nput5:
0 Errors, 1 Warnings detected (1 reported in Model Summary and 0 reported in the
Message Window)
Begin Transfer | I Cancel Transfer
Changes to Component and Layer materials requires opening current EDA file or new EDA
Changes on this tab require opening current EDA file o new EDA fle to take effect fle o take effect Via and Pin Filer Material propertis take effect after selecting OK.
Reset To Defaults oK Cancel Reset To Defaults oK Cancel
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Kezelbfelllet frissitései . e

« A ,Material map” mdédot, mostant6l ,.Smart PCB” néven talaljuk meg az EDA Bridge-ben, mivel az SC
FLOEFD EDA Bridge-bél SC FLOEFD-be transzferalas utan Smart PCB néven jelenik meg ez a funkcié
FLOEFD-ben.

&8 Simcenter FLOEFD EDA Bridge - %
File Edit View Tools Options Help &l E@ © -

= % ? ﬁ-’ 3 £
Open Import Filtering Transfer Export Viewfrom  View from
Thermal List Options Assembly Thermal List Top Bottom
/. Power
7| .8
o « £ Layers
.’4 & smt
«7 plane_1
&F dielectric 3
= &7 plane 2
.’A & diclectric s
’{, <7 plane_3
I. &F dielectric 7
&7 plane 4
* & dielectric 9
A &7 plane 5
& dielectric_11
&7 plane 6
& smbh
4 @ components
peE
e X
Board Details )
Name beagleboneodb
g § I 9% Cover Mode [—)
Overal Thickness 20828 mm~| & beagieboneods : plane_1 Calculated . e0——8
Model Level Layered (Detailed) v
Thermal Conductivity Calculation Compact :
; Clear All
Plating Thickness IR SR -
Smart PCB Severity Message
Minimun Plated Hole Diameter L2 T Default height applied to the following components: C1, C2, C3, C4, C7, C8, €9, €10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, €19, C20, C21, C22, C24, C25, €26, C27, €28, C29, C30, ~
ek ot Ll Simple 5 @ [C31C32.C33.C34,C35, (36, (37, C38, €30, €40, C41, C42, C43, C44, C45, CA6, C47, C48, €49, €50, €51, €52, €53, C54, €55, €56, C57, €58, €59, €60, €61, €62, €63, €64, 065, C66,

|C67, €68, €69, C70, C71, C72, €73, €74, C75, €76, C77, C78, C79, €80, €81, €82, €83, €84, 85, €86, €87, €88, €89, €30, €91, €92, €93, €34, €95, €6, €97, €98, €39, €100, C101,
€102 C103. C104. C105. C106. C107. C108. €109 €110. C111. €112, €113 €114, C115. C116. C117. C118. €119. €120. C121. C122. €123. C124. €125 C126.C127. €128. €129

The following components were not imported due to component length or width dimension being less than 0.01 mm: NONAME4, NONAMES, NONAME9, NONAME10, NONAME12,
a NONAME16, NONAMEZ20, NONAME22, NONAME24, NONAME27, NONAME28, NONAME29, NONAME30, NONAME37, NONAMES0, NONAMES2, NONAMES56, NONAMESS,
NONAMEGO

-58.51009, 21.51061 (mm)
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Via bevonatolas (Via Plating) iranya, teljesitmény és s | ToeT lngenuity for life
pontossag

Via bevonatolas (Via Plating) iranya: In/Out. Via csoportokhoz a bevonatolast

A bevonattal ellatott via csoportoknal meghatarozhatjuk, hogy a kapott atmeéré a bevonat elétti furatatmeérd
(igy a bevonatolas utani végsé furatatmérd nagyobb lesz a bevonat kétszeres vastagsagaval) vagy a
bevonat utan (tehat a kapott atméré a végs6 furatatmérd a bevonatolas utan).

% Layers W Vias| [ Pins

i | o~ | @ @

Mame Diameter
Group 1 0.170000 FR4 (Default)

Group 2 0.300000 FR4 (Default)
Group 3 0.170000 FR4 (Default)

ed Plating Thickness Plating Direction
0.025000 In

] 0.025000 Out
0.025000 In

w
RER 2

[WITFTH] Model | Motion Study 1 | Stack-up |

Hétani szimulaciokhoz a memoriahasznalat drasztikusan csokkent.

A szomszedos azonos réteg automatikus egyesitése. Gyartasi okokbol egy vastag dielektromos réteget
fel lehet osztani néhany azonos tulajdonsagu dielektromos rétegre. Az ilyen rétegek automatikusan egy

réteggeé egyesiinek a Smart PCB-ben.
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Multifizika
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Smart PCB/szerkezeti szimulacio
Homogenizacio teljesitménye nagymertékben javult

SIEMENS
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* A homogenizaciohoz sziikkséges memadria mennyisége szignifikansan csdkken (egyes esetekben a felére,
szélséséges esetekben akar az 1/30-adara). A homogenizalé halézé és megoldo felgyorsul, igy extrém
nagy és komplex PCB-k szimulaci6 lefuttathatdéva valt akar egy asztali szamitogéppel is.

» A homogenizalas funkcié a SC FLOEFD 2021.3-as verziojaban jelent meg, melyrél ITT olvashatsz.

Von Mises Stress, MPa

— Explicit

Anisotropic 200

Anisotropic 100

200

T T T
0.01 0.02 0.03 0.04

0.05

Csucs memadriahasznalat (GB)

HAalo fajl mérete (GB)
Halézé Megoldo
2022.1 51.5 51.5 4 169 980
2205 1.6 14.0 53 327

39. oldal



ENTERPRISE SIEMENS
GrROUP Ihﬂ,&hut‘{y -for Li‘fQ,

Szerkezeti: Nem behatold (Non-penetrating)
kontakt :

- Uj tipusu (linearis) kontakt érheté el az érintkezé kontaktok opcion belil. Amennyiben van a két érintkezé
test kozott hézag (legfeljebb egy elem méretnyi) akkor a kontaktot "Sliding"”, azaz elcsuszo6 kontakként
kell definialni. Ellenkezd esetben a két test nem érintkezik és nem alakul ki kontaktus a két test kozott.

» A nem deformalodé fellletek viszont 6ssze kell, hogy érzenek.
« A Specific Force, azaz a fellleti megoszlo erd plottal a két kontaktnal jelentkezd erdk kiértékehetdek.

Sliding Eré Non-penetrating
kontakt kontakt
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- GROUP ’b\gbhut‘{y -for L(‘][Q.

Szerkezeti: Tobb kijeldlt elem szerkesztése.  Mostantdl tobb kijel6lt elemet egyszerre tudunk
szerkeszteni.

Szerkezeti/EMAG: Testek kikapcsolasa.  Szilard testek kikapcsolhatéak (folyadéktérfogatkent
kezelhetbek) szerkezeti és elektromagneses szimulacioknal.

EMAG: Fejlesztett eredménymegjelenités. Az tjonnan létrehozott elektromagneses szimulacios
fajlokban az eredmények leképezési méd megvaltozott.

EMAG: Uj megjelenithet & paraméterek. Mostantdl az elektromos téreréség (Electric Field Strenght (E))
€s a magneses térer6ség (Magnetic Field Strength (H)) lekérdezheté.

EMAG: Flux plot. Az elektromagneses veszteség (Electromagnetic Loss) mostantdl a Flux plot-ban
kiértekelheto.

Vilagitas/Sugarzas: Sugar megjelenités az 6sszehaso nlitdé eszkdzzel (Compare tool). A sugar plotok
(Ray plot) mostantél 6sszehasonlithatoak a Compare tool-lal illetve a paraméteroptimalizacio (Parametric
Study) beépitett 6sszehasonlité funkcidjaval.
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» Csovek helyett, 1D-s elemekkel is futtathatunk hé- és aramlastani szimulaciokat a SC FLOEFD 3D-s
szimulaciodin belul, igy halozasi és futtatasi idét nyerhettink ezzel a funkcidval. Ez a funkci6é az alap SC
FLOEFD része, semmilyen kiegészité modulra nincs hozza szikseg. Az 1D-s elemek az el6z6 évben a
2021.2.1-es verzioban jelent meg. A 2205-0s verzioban a kovetkezd funkcidkkal bévult:

* Tobb csé létrehozasa
» Gravitacio tAmogatasa
 Linux-os megold6 tamogatasa

=W
=¥
=¥
v——= ‘6‘
(@]
°
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Felhasznalhatosag
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Felhasznalhat6sagot novel 6 egyéb fejlesztések s | ToeT lngenuity for Life

Célok (Goals): Uj célok és lekérdezhet & paraméterek. A teljes energia egyensuly (Total Energy
Ballance), a térfogati h6termelés sebessége (Volumetric Heat Generation Rate) és a hétermelés
sebessége (Heat Generation Rate), szilardtest tomege (Mass of Solid) célok és lekérdezhetd
paraméterek mostantol elérhetéek.

Solver Monitor: Gyorsulas. A halézénak €s a megoldénak egyes muveleti mostantdl kevesebb idbig
tartanak, a memoriafelhasznalas optimalizalasa miatt.

Folyadékrétegek (fluid film): Fejlesztett megjeleni  tés. Folyadéekrétegek tomegaramanak
megjelenitése javult komplex szogletes fellletek esetén, mostantdl a tomegaram eloszlasa
egyenletesebb.

2205

Film Mass Flux Plot
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Eredmények exportalasa: Transient Explorer. A Transient Explorer-en beltl mostantol, az
eredmények exportalhatdéak a jelenlegi idépillanatban vagy egy adott idétartamon beltl (adott
lépéskozzel).

Eredmények betotltése szimulacio utan.  Eddig, ha egy db szimulaciot futtatunk le (azaz nem a Batch
Run-t hasznaltuk) akkor az adott szimulacié eredménye automatikusan betoltédott. Mostantol ezt ki
tudjuk kapcsolni.

Dokumentacio: HTML alapu felhasznaloi kézikonyv. A SC FLOEFD Help-je, mostantol HTML-es
formatumban érhetd el.
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« Az Xcelerator Share a 2205-8s verzioval thmogatotta valt az 6sszes SC FLOEFD esetén.

« Xcelerator Share egy olyan egyuttmikodés seqito platform ahol a kollégainkkal k6zdsen egyiitt
dolgozhatunk, meég akkor is ha nem azonos telephelyen vagyunk.

» Az Xcelerator Share lehetdvé teszi a fajlok szinkronizalasat a
felh6alapu tarhelyre kdzvetlendl a Simcenter FLOEFD-bé! a
beagyazott bongészével.

« Az Xcelerator Share hasznalatahoz egy 0, XaaS kompatibilis
Simcenter FLOEFD licence sziikséges.

Xcelerator

design realize optimize
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- Statikus vagy id6fiiggé szimulaciék eredményeit CGNS faljformatumba kiexportalhatjuk. Enhez a CGNS
alap fajlokat létre kell hoznunk FLOEFD vagy egy masik eszkdzzel segitségével, majd miutan azt
beimportaltuk FLOEFD-be, az exportalt eredményeket az eredeti CGNS f4jlba bele tudjuk menteni.

« Ezzel a funkcioval szamos szoftverbe kiexportalhatjuk a FLOEFD-s eredményeinket, ezzel ndvelve a
kulonféle szoftverek kdzotti atjarhatésagot.

* A CGNS-rol tobb informéacid itt érhetd el: CFD General Notation System (cgns.aithub.io).

'+ CFD General Notation (CGNS)

Export fo

('] ‘ CFD General Notation (CGNS)

O Mesh Text
Bl CFD General Notati
Jensl urd

CGNS

cfd data standard
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CAD Integracio
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Konvergens geometria tamogatasa. Konvergens geometria tamogatasa a Mesh Boolean hal6zas esetén
(NX-en bell).

Ujabb tamogatott NX verziok. Mostant6l a Siemens NX 2007-es sorozata (2019, 2023, 2027) és a 2206-
os verziok is tamogatottak (FLOEFD for NX és FLOEFD SC verziok esetén).
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Solid Edge 2023
Create. Connect. Collaborate

SIEMENS




O SIEMENS

EEEEEEEEEE

e EMENS
CAD integracio es
Windows tamogatas

52. oldal



O SIEMENS

ENTERPRISE

CAD és Windows specifikus Ujdonsagok a TV lngenuity for Ufe

Ujabb tamogatott CAD verziok
Solid Edge 2023
NX 2206-0s széria (1500, 1700, 3001, 4001, 4020 és 5001 alverziok)

Megsz Gint tamogatott CAD verziok

Mostantél nem tAmogatott a Solid Edge 2021 és az azelbtti verziok, illetve az NX 12 és az azelbtti verziok
tamogatottsaga.

Windows tamogatottsag
Microsoft Windows 10 Pro és Enterprise verziok (64 bit, tesztelve a Windows 10 v1909 verzidval),

Microsoft Windows 11 Pro és Enterprise verzidk (64 bit, tesztelve a Windows 11 v21H2 verzioval)

A tovabbi rendszerkdvetelmények valtozatlanok maradtak.
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Koszonjuk a figyelmet!

Publikus Solid Edge oldalak:
http://blog.eplm.hu

http://support.eplm.hu

http://solidedgest.wordpress.com

http://enterprise-group.hu/plm/solidedge2023

https://www.facebook.com/solidedgehun




